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2007年全年業績公佈

營業額創新高達42.6億港元，

增長24%

半導體業務快速增長, 營業額

升至30.17億港元，增長45%

出售壓縮機業務, 公司轉型為

專業的半導體公司

合併勵致及上華之半導體業

務，組成華潤微電子有限公司

財務基礎穩健，資產素質良

好，2007年經營性現金流及

手持現金分別4.46億港元及

8.68億港元
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整體業績表現

2007年財務報告摘要

營業額 4,264 3,451 24%

毛利 997             848             18%

經營業務的現金流入淨額 446             564              (21%)

經營利潤 359             359             0%

股東應佔溢利 152             232              (34%)

毛利率 23% 25% 絕對值 - 2%

經營利潤率 8% 10% 絕對值 - 2%

每股盈利 (基本) 5.48            仙 8.57            仙  (36%)

每股盈利 (攤薄) 5.37            仙 8.49            仙  (37%)

中期股息(每股) 1.00            仙 1.00            仙 0%

建議末期股息 (每股) -- 1.00            仙 (100%)

增 / (減)
幅度

                                      年度

指標

截止2007年

(百萬港元)

截止2006年

(百萬港元)
12月31日止12月31日止

註: 股東應佔溢利下降，主要由於:
年內出售壓縮機業務導致貢獻減少

結束半導體業務於香港廠房產生之虧損
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2007年財務報告摘要

穩健的流動資金及負債水平

經營性現金流對利息覆蓋率 (倍)

資本負債比率 (%)

資產負債比率 (%)

經營性現金流入(港元) 4.46 億 5.64 億

股東資金 (港元)        30.5 億        27.6 億

手持現金 (港元)        8.68 億        5.21 億

                    年度
指標

28%

14%

4

截止2007年
12月31日止年度

截止2006年
12月31日止年度

6

45%

22%
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總營業額: HK$4,264m

總經營性現金流

(未計企業支出): HK$559m

按業務劃分的營業額

31.12.2007 31.12.2006

按業務劃分的經營利潤 (未計企業支出)

按業務劃分的經營性現金流 (未計企業支出)

2007年財務報告摘要

按業務劃分的股東應佔溢利 (未計企業支出)

總營業額: HK$3,451m

總經營利潤

(未計企業支出): HK$364m
總經營利潤

 (未計企業支出): HK$384m

總經營性現金流

(未計企業支出): HK$631m

股東應佔溢利

(未計企業支出): HK$159m
股東應佔溢利

(未計企業支出): HK$296m

半導體

壓縮機

半導體

壓縮機

半導體

壓縮機

半導體

壓縮機

71%
HK$3,017m

29%
HK$1,247m

40%
HK$1,364m

60%
HK$2,087m

31%
HK$114m

69%
HK$250m

85%
HK$325m

15%
HK$59m

38%
HK$238m

62%
HK$393m

81%
HK$129m

19%
HK$30m

20%
HK$60m

80%
HK$236m

業務結構優化，微電子業務比例大幅度上升

92%
HK$512m

8%
HK$47m
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2007年財務報告摘要

                                          年度

期間

指標

增 / (減)
幅度

營業額 30.17 億港元 20.87 億港元 45%

經營利潤 3.25 億港元 2.50 億港元 30%

經營性現金流入 5.12 億港元 3.93 億港元 30%

毛利率 27% 29% 絕對值 -2%

股東應佔溢利 1.29 億港元 2.36 億港元 (45%)

截至2007年
12月31日止

截至2006年
12月31日止

半導體業務

2007年業績表現持續改善，營業額升至
30.17億港元，增至45%

註: 股東應佔溢利下降，主要由於:
封裝及測試業務正處於產能提升階段，盈利貢獻有限

結束一家生產廠房虧損所產生之虧損
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2007年財務報告摘要
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2007年財務報告摘要

半導體各業務2007年財務表現

業務

毛利率 經營利潤率 淨利潤率

IC設計 9.80 億港元 18% 2% 1% 3,200 萬港元

晶圓代工 12.84 億港元 23% 10% 6% 4.69 億港元

IC封測 3.80 億港元 10% 10% 0% 1.54 億港元

分立器件 8.67 億港元 21% 12% 11% 1.69 億港元

內部對沖/配套設施

及其他
-4.94 億港元 -- -- -- 1.03 億港元

合計 30.17 億港元 27% 11% 5% 9.27 億港元

營業額 資本性支出
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2007年財務報告摘要

營業額 億港元 13.64 億港元 (9%)

經營利潤 5,900 萬港元 1.14 億港元 (48%)

經營性現金流入 4,700 萬港元 2.38 億港元 (80%)

毛利率 15% 18% 絕對值 - 3%

股東應佔溢利 (63.75%) 3,000 萬港元 6,000 萬港元 (50%)

增 /(減)
幅度

                           年度

指標

截至2007年
12月31日止

截至2006年
12月31日止

12.47

壓縮機業務

2007年業績仍然受行業週期產能過剩及

原材料價格上漲影響



華潤集團旗下香港上市公司

2007年業務發展報告
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設計業務——業績增長、地位提升

主要負責該業務的華潤矽科在國內排名第6位

2004年成立的華潤矽威公司主要從事於電源管理IC

2006新成立的IPS公司，其開發的功率產品已開始進入市場

2007年業務發展報告
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晶圓代工業務——表現理想

華潤上華營業額及經營利潤分

別為1億4,260萬美元及2,110

萬美元，分別增加25%及92%

表現理想主要受惠於公司着力

開發產品附件值高的模擬集成

電路產品表現突出
(10,000)

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

2005年 78,100 (5,800) (6,800)
2006年 114,300 11,000 6,400 
2007年 142,600 21,100 13,500 

營業額 經營利潤(虧損) 股東溢利(虧損)

單位: US$’000

2007年業務發展報告



14

IC封測業務——客戶結構優化，進入國際市場

與STATS ChipPAC合作項目按計劃推進

國際半導體市場拓展工作理想

已通過日本東芝質量認證並量產

已通過美國Intersil，韓國KEC質量認證，已開始批量生產

已通過美國Cirrus Logic 的質量認證，開始小批量生產

已通過IBM質量認証，開始小批量生產

STM、ATMEL等公司的質量認定正在進行中

2007年業務發展報告
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分立器件業務——快速發展

為國內最大的功率半導體分立器件芯片開發商和生產商之一，

2007年銷售量比去年同期顯著增長

分立器件晶圓生產線已從4英吋生產線逐步轉型至5英吋生產

線，較大幅度地降低了成本，提高了品質及效率

2007年業務發展報告



華潤集團旗下香港上市公司

2007年重大收購及出售事項
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於2007年6月21日公佈以代價11.7億港元向華潤(集團) 出售全

部壓縮機業務，於2007年8月16日完成交易

代價相等於壓縮機業務截至2006年12月31日止

– 年度未經審核綜合除稅後純利約20倍

– 應佔未經審核綜合資產淨值約10%溢價

體現大股東對勵致的大力支持

勵致成為單一業務公司，專注發展半導體業務

2007年重大收購及出售事項

出售壓縮機業務
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於2007年12月4日公佈:

– 半導體業務與華潤上華合併

– 向華潤(集團)之全資附屬公司收購中港混凝土有限公司

– 華潤勵致資本重組

– 華潤上華更改公司名稱成為華潤微電子有限公司 (“華潤微電
子”)

2007年重大收購及出售事項

合併半導體業務
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華潤集團

華潤上華

(597)

勵致及上華董事
及公眾人士

勵致及上華董事
及公眾人士

集成電路設計

內部晶圓代工

集成電路封測(JV)
分立器件製造

重組前華潤勵致股權架構

華潤勵致

(1193)

晶圓代工業務

2007年重大收購及出售事項
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重組後華潤勵致及華潤微電子股權架構

中港混凝土

生產及銷售
預拌混凝土
及相關業務

華潤集團
勵致或上華董事

及公眾人士

華潤勵致

(1193)

集成電路設計

內部晶圓代工

集成電路封測

分立器件製造

華潤上華

勵致和上華董事

及公眾人士

華潤微電子

(597)

美達

晶圓代工業務

華潤集團 勵致或上華董事
及公眾人士

2007年重大收購及出售事項

集成電路設計

內部晶圓代工

集成電路封測(JV)
分立器件製造
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2007年重大收購及出售事項

經合併的華潤微電子有限公司將透過內部增長、外部收購

及物色機會與海外及中國企業組成策略性夥伴，以繼續擴

充其半導體業務。
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透過新購業務，重新定位

重新定位為建造及工程行業主要供應商。

出售半導體業務及收購中港混凝土有限公司後，華潤勵致將轉

型為預伴混凝土供應商。隨著本地物業市場復甦，以及香港的

建造項目穩定增長，新收購業務的表現預期將進一步有所改

善。華潤勵致將重新定位為香港建造及土木工程行業的主要預

伴混凝土供應商。
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多謝!


